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簡報大綱

113學年度招生種類與員額

110學年度畢業生現況

系所沿革與動線生活機能

畢業生就業現況與產業趨勢

系所發展主軸、課程特色與學術深耕

半導體製程設備技術人才培育基地

本系選才方向



系所沿革

2021年─經教育部核定新增微電子應用技優專班及半導體、

AI擴充班，「日間部四技」共招生三班

2019年─因應三校合併，更名為「半導體工程系」

具有大學日間部/進修部、碩士班/碩士在職專班，

改隸屬於電機與資訊學院

2018年─成立「進修部四技」

2016年─申請「產學攜手專班計畫」

核定外加招收日間部四技一班

2011年─成立「碩士在職專班」

2008年─成立「碩士班」

2004年─成立「日間部四技」大學部

2002年─微電子工程系設立成立「日間部二技」大學部

改名前---微電子工程系



學生人數共648人
– 日四技(大一至大三個三班)：457人；碩班生：34人
– 進四技：98人；進修部產攜班：27人；碩專生：32人

 教職員人數共19人
– 教授：8人，副教授：5人，助理教授：4人(14位有半導體產業資歷)
– 助理：2人

教學研究空間(獨立系館大仁樓)共2242.94m2 

– 學生平均樓地板面積：2.93 m2/總生、3.96 m2/日間部學生
– 實驗室研究空間：1258.1m2、3間教學實習與電腦教室空間：287.1m2

、6間普通教室：542.88m2 (以上未含公共設施)
– 行政辦公空間：154.86m2、教師研究室289.71m2

年度經費112年度共14,414,161元
– 校內經費─經常門：1,007,046元、資本門：1,341,045元，
– 校外計畫經費：12,066,070元

系所現況
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半導體工程系-113學年度入學管道與員額
部別 學制 核定總額(名) 班級數

日間部
四技 148 三班
研究所 26 一班

進修部
四技 55 一班

碩士在職專班 25 一班

日間部四技-入學管道與員額(共招148名，含外加)

技優甄審(電子類) (1名)
微電子應用技優領航專班(電子類) (45名)

外加46：半導體製程設備工程師

甄選入學(64名)
內含30
外加34(AI半導體領域-擴充30、願景計畫3、離島生1)

聯合登記分發(31名) 內含20、外加11 (AI半導體領域-擴充5、原住民1、退伍軍人1、僑生1、
境外子女1、蒙藏生1、政府外派子女1)

高中生申請入學(3名) 外加3

技職繁星(4名) 外加4

進修部四技-單獨招生與員額(共55名，含外加)

書面審查組(55名) 內含50、外加5 (原住民1、退伍軍人1、境外子女1、蒙藏生1、政府外派子女1)



110學年度畢業生現況-大學部

國立大學研究所-10位

1王⊙杰 國立清華大學 電子工程研究所

2李⊙洋 國立中央大學 電機工程系研究所

3簡⊙進 國立成功大學 電機系/微電子工程所

4黃⊙茵 國立成功大學 關鍵材料碩士學位學程

5張⊙凱 國立中山大學 半導體及重點科技研究學院

6林⊙曄 國立台北大學 電機工程系研究所

7莊⊙憲 國立中正大學 電機工程系電磁晶片組研究所

8李⊙寧 國立台灣師範大學 光電所

9吳⊙憲 國立台灣海洋大學 光電與材料科技學系研究所

10洪⊙比 國立政治大學 資訊科學系資訊科學與工程組研究所

國立科技大學研究所-6位
1蕭⊙良 國立台灣科技大學 電子工程系研究所

2詹⊙惟 國立台北科技大學 光電工程系研究所

3郭⊙榮 國立台北科技大學 電機工程系控制組研究所

4連⊙閔 國立台北科技大學 電力電子產業碩士

5程⊙銘 國立高雄科技大學(第一) 電機工程系智慧自動化系統碩士班

6林⊙軒 國立高雄科技大學(第一) 電通研究所

110學年度半導體工程系大學部42位畢業生



110學年度畢業生現況-大學部
110學年度半導體工程系大學部42位畢業生

半導體工程系研究所-10位
1胡⊙誠 國立高雄科技大學(楠梓) 半導體工程系研究所

2詹⊙筑 國立高雄科技大學(楠梓) 半導體工程系研究所

3周⊙ 國立高雄科技大學(楠梓) 半導體工程系研究所

4李⊙益 國立高雄科技大學(楠梓) 半導體工程系研究所

5陳⊙宇 國立高雄科技大學(楠梓) 半導體工程系研究所

6陳⊙坤 國立高雄科技大學(楠梓) 半導體工程系研究所

7黃⊙軒 國立高雄科技大學(楠梓) 半導體工程系研究所

8李⊙晟 國立高雄科技大學(楠梓) 半導體工程系研究所

9范⊙瑜 國立高雄科技大學(楠梓) 半導體工程系研究所

10謝⊙宇 國立高雄科技大學(楠梓) 半導體工程系研究所

就業-4位
1曾⊙翔 無升學(聯電)

2藍⊙程 無升學(聯電)

3陳⊙智 無升學(日月光)

4盧⊙廷 無升學(美光)

考公職-4位
1潘⊙瑋 無升學(考公職)
2吳⊙鴻 無升學(考公職)
3簡⊙佑 無升學(考公職)
4鍾⊙儒 無升學(考公職)



地利之便—交通機能
• 左營高鐵站與高雄捷運紅線左營站共構
• 校區距離高雄捷運紅線後勁站300公尺，步行5分鐘內
• 下楠梓交流道10分鐘內
• 楠梓火車站有公車可達

動線生活機能



地利之便—繁華美食街動線生活機能

德賢路、德祥路的繁華美食街總長2公里，緊臨學生宿舍
區(300公尺)、楠梓加工區(200公尺)，因加工區聚落造成
龐大消費商圈



地利之便--實習、就業
緊臨楠梓加工區(500公尺)，楠梓加工區為全世界最大封
裝廠日月光總公司座落之基地，其它亦有華泰電子、光寶
科技、恩智浦、楠梓電子、日商雙葉電子…等約86間公司

動線生活機能



南部半導體S廊道

台積電進駐
高雄楠梓

世運站

油廠國小站

後勁站

2024年-1500就業機會

2022年動工、2024年底量產
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 高雄半導體廠家數已超過80家業者，產

值將達兆元規模

 台積電高雄廠進駐，帶動高雄半導體產

業與供應鏈發展

 南部科技S廊道半導體及其供應鏈推

升半導體產業在南部的人才需求問題

德商默克(㇐期、二期)
美商英特格、日商華爾卡
穩懋、華邦電、強茂
鑫科材料、光洋集團

中油
李⾧榮
台泥
聯華氣體

國巨
⾧興材料
⾧春石光

艾司摩爾（ASML)
美商台灣應用材料
台灣帆宣、穩懋

日月光
恩智浦
穎崴

台積電

南部半導體S廊道 半導體人才急需擴增
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建廠中、營運中

 高雄迎來第四個科學園區：位於南岡山捷運站生活
圈的「白埔科學園區」正報編中

 規畫引進電子零組件製造業、電腦、電子產品及光
學製品製造業及其他半導體相關產業

https://www.chinatimes.com/newspapers/20231211000179-
260210?chdtv

inside.com.tw, 
2022/9



動線生活機能

橋頭科學園區－262公頃土地－主要發展為
人工智慧、半導體產業供應鍊聚落

IC材料、晶圓製造、封裝測試、智慧製造等相
關業者，持續進駐及擴大產能。

地利之便--實習、就業

本系



地利之便--實習、就業
動線生活機能

自2021年開始設廠，投資金額估6000億，增加2萬個新就業機會

TSMC暨半導體
材料研發中心

2021/12
完成選地



畢業生就業現況

本系畢業生的蹤跡

─全台三大科學園區(新竹科學園區、台中科學園區、南部

科學園區)的半導體產業公司

─各地科技產業園區：

高雄軟體園區、楠梓科技園區、前鎮科技園區、內湖科

技園區、南港軟體園區、頂埔科技園區、竹科龍潭園區、

台元科技園區、竹南園區、中科后里園區等等



現況工作領域與職務

現況

台積電、聯電、美光、鴻海、日月光、南茂、盛群半導體、福雷電子
、世界先進、晶元光電、中山研究院、友達、群創、欣興、仁寶……

畢業生就業現況-大學部

112年7月進行工程教育認證所做問卷調查─大學部畢業
3-5年系友(107-109畢業)
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112年11月中華工程教育學會(簡稱IEET)進行，工程教育認
證所做問卷調查─大學部畢業3-5年系友(107-109畢業)相關
直屬主管問卷
具備專業知識應用能力

具備跨領域分工與整合能力

具備解決工程技術問題及應對能力 具備良好團隊合作能力

若有晉用人才的機會，
您會推薦本系系友嗎?本系系友整體工作滿意度

畢業生就業現況-大學部
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現況工作領域與職務

112年7月進行工程教育認證所做問卷調查─研究所畢業
3-5年系友(107-109畢業)

現況

研發工程師、積體電路佈局設計工程師、產品工程師、製程工程師、
設備工程師、測試工程師、品管工程師、系統整合開發工程師、……

畢業生就業現況-研究所

金屬製造業、IC封裝、建築、晶圓製造、行政人員
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109年11月中華工程教育學會(簡稱IEET)進行工程教育認證
所做問卷調查──研究所畢業3-5年系友(107-109畢業)相關
直屬主管問卷
具備專業知識應用能力

具備跨領域分工與整合能力

具備解決工程技術問題及應對能力 具備良好團隊合作能力

若有晉用人才的機會，
您會推薦本系系友嗎?本系系友整體工作滿意度

畢業生就業現況-研究所
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本系學生未來就業─半導體人才長年不足
 從104人力銀行統計：2020至2021第二季的徵人職缺數由19,180新增
至27,701(年增44.4%)

上游IC設計新增3089(+34.8%)

中游IC製造新增5485(+51.3%)

下游IC封裝新增3938(+36.7%)

SEMI (國際半導體產業協會)籲：重視半導體人才培育，維持產業成長

2022/4月
半導體產業5年內
高雄職缺上看4.5萬

2022/4月
電子資訊、半導體業缺近20萬人



半導體業人才缺口是⾧期問題

 2023為半導體重整年！第二季平均每月「求供比」仍高達2.3

 高於整體就業市場1.8，供需落差達1.2萬人

「半導體技術人才嚴重不足」㇐直是未解的重大課題！

104人力銀行-2023半導體產業人才白皮
書

中
游IC

製
造
平
均
月
薪61,266

元

少子化下，台灣沒有人口紅利，7年至少要再增加十萬人
 2030年台灣半導體產值從現在4兆元跳升至6兆元(參考：工研院)

 現今29萬人，每年要再增加1.4萬人，才能達成

平均每月人才缺口仍高達2.3萬人
 中游製造2023第二季平均每月需求數為10,061人
 中游製造需求人數(近半)為半導體產業鏈最高
 中游IC製造平均月薪61,266元
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本系學生未來就業

1
2

1
2

3



系所發展主軸與課程特色



半導體系培育人才缺口

IC晶圓製造流程：

(Hong Xiao, “Introduction to semiconductor manufacturing technology”)

半導體製程
化學材料

設計／佈局

光罩

IC 製程、設備

測試

封裝

最終測試

擴散熱處理
製程設備

黃光微影
製程設備

蝕刻
製程設備

離子佈植
製程設備

金屬化
製程設備

研磨
製程設備

薄膜沉積
製程設備

晶圓



系所課程特色

本系針對半導體相關產業所培育職位諸如研發工程師、積體
電路佈局設計工程師、產品工程師、製程工程師、設備工程
師、測試工程師、品管工程師、系統整合開發工程師、……

依照經濟部工程師技能基準，本系針對所需具備技能設計對
應的專業實務課程，以培育業界所需的即戰力工程師

學生至半導體產業實習操作製程機台



半導體製程工程師所應具備之職能基準與
對應規劃課程



半導體測試工程師所應具備之職能基準與
對應規劃課程



LED光學設計工程師所應具備之職能基準與
對應規劃課程



設計-電路佈局工程師所應具備之職能基準
與對應規劃課程



射頻積體電路佈局設計工程師所應具備之
職能基準與對應規劃課程



課程特色---半導體產業界接軌
為半導體業界培育即戰力之生力軍

基礎、分析與實習課相關之理論課程為必選修科目：
半導體產業介紹、向量分析、光電半導體元件

半導體專業課程與實習課程皆為必修、必開課目：

半導體元件製程：
半導體元件(一) (必修)、半導體製程與設備(必修)
半導體量測實驗(必開)、光電元件量測實驗(必開)
無塵室課程：設備實務培訓(必開)、製程實務培訓(必開)

微電子系統設計：

虛擬圖控儀表實務(必開)、感測元件應用電路實務(必開)

單晶片實驗 (必開)、射頻電路設計與實習(必開)

VLSI工具實習(必開)、VLSI電路設計實習(一) (必開)

本系課程與電機工程系、電子工程系最大的不同



合計:最低畢業總學分共128學分(含共同必修科目及通識共28學分、專業必修55學分、專業選修45學分)

半導體工程系113學年度 日四技課程地圖

光電元件量測暨封裝實務
  2學分/3小時◆ 

感測元件應用電路實習

  2學分/3小時●

校共同必修

專業必修

專業選修

數位信號處理
  3學分/3小時●

訊號與系統  
3學分/3小時●

◆半導體技術

●系統設計

太陽能電池製程與應用
  3學分/3小時◆

 微電子電路實驗
  1學分/3小時

VLSI電路設計實習(二)
  2學分/3小時●

單晶片實驗
  3學分/3小時●

可程式邏輯控制實習
2學分/3小時●

虛擬圖控儀表實習
  2學分/3小時●

微積分(一) 
3學分/3小時 

微積分(二)
3學分/3小時 

普通化學
3學分/3小時 

射頻電路設計與實習(二)
3學分/3小時●

大一下學期大一上學期 大二下學期大二上學期 大三上學期 大三下學期 大四上學期 大四下學期

 電路學(一)
3學分/3小時 

電路學(二)
   3學分/3小時 

普通物理實驗(一)
1學分/2小時 

普通物理實驗(二)
1學分/2小時

電磁學(一)     
3學分/3小時 

VLSI電路設計實習(一)  
3學分/3小時●

半導體量測實驗
  2學分/3小時◆ 

光電半導體元件  
2學分/2小時◆ 

射頻電路設計與實習(一)
3學分/3小時●

向量分析
2學分/2小時 ●◆

真空技術
3學分/3小時◆

半導體奈米技術
3學分/3小時◆

半導體產業介紹

2學分/2小時●◆
C程式語言設計與實習

2學分/3小時●◆ 

電子學(一)
3學分/3小時

 電子學(二)
 3學分/3小時

 半導體元件(一)
3學分/3小時 

 實務專題(一)
2學分/4小時 

 實務專題(二)
 2學分/4小時 

普通物理(一)
3學分/3小時 

普通物理(二)
3學分/3小時

微控制器實習
2學分/3小時●

 工程數學(二)
     3學分/3小時●◆ 

半導體無塵室技術   
3學分/3小時◆

共同必修科目
(實用英文、服務學習、通
識、實務應用文、體育)
共8學分，12小時

共同必修科目
(實用英文、體育、通識)
共6學分，8小時

共同必修科目
(實用英文、服務學習、通
識、中文閱讀與表達、體
育)共8學分，12小時

共同必修科目
(實用英文、體育、通識)
共6學分，8小時

 暑期實習-產業實習
 3學分/3小時●◆ 

學期實習-產業實習
9學分/9小時◆●

學期實習-產業實習
  9學分/9小時◆●

奈米生醫感測
  3學分/3小時◆

半導體製程與設備
  3學分/3小時

 工程數學(一)
 3學分/3小時 

半導體設備
真空系統實務

  3學分/3小時◆ 

半導體製程設備
實務培訓

  3學分/3小時◆ 

 電腦輔助電路
設計與實驗

  1學分/3小時

嵌入式系統實習  
2學分/3小時●

半導體設備基礎技能實務
3學分/3小時

太陽能光電技術
  3學分/3小時◆ 

 電磁學(二)
     3學分/3小時●◆ 

半導體材料科學
3學分/3小時◆

半導體產業技術問題
與實習導向

3學分/3小時◆

半導體產業實務見習
與鏈結微學分

1學分/1小時●◆

 暑期實習-產業實習
 3學分/3小時●◆ 

發光二極體及其應用
  3學分/3小時◆

感測網路應用實務  
3學分/3小時●

液晶平面顯示器
  3學分/3小時◆

 產業問題導向學習
     3學分/3小時●◆ 

半導體評估技術
  3學分/3小時◆

電源管理晶片設計
與實習  

3學分/3小時●

學年實習-產業實習
18學分/18小時◆●

半導體元件  (二)
3學分/3小時◆ 

數位邏輯
    3學分/3小時 

半導體設備元件
儀控系統實務
  3學分/3小時



專業實作課程時數為理論課時數1.27倍

理論：52學分、52小時
實作：46學分、66小時

一年級第一學期 一年級第二學期

課程名稱 學分 小時 課程名稱 學分 小時

電路學(一) 3 3 電路學(二) 3 3
微積分(一) 3 3 微積分(二) 3 3
普通物理(一) 3 3 普通物理(二) 3 3

普通物理實驗(一) 1 2 普通物理實驗(二) 1 2

C程式語言設計與實習 2 3 數位邏輯 3 3

普通化學 3 3 電子學(一) 3 3
半導體產業介紹 2 2

二年級第一學期 二年級第二學期

課程名稱 學分 小時 課程名稱 學分小時

電子學(二) 3 3 電磁學(一) 3 3

向量分析 3 3 光電半導體元件 2 2

工程數學(一) 3 3 工程數學(二) 3 3

半導體元件(一) 3 3 虛擬圖控儀表實習 2 3

微電子電路實驗 2 3 VLSI工具實習 2 3

嵌入式系統實習 2 3
射頻電路設計

與實習(一)
3 3

微控制器

實習
1 3

電腦輔助電路

設計與實驗
1 3

三年級第一學期 三年級第二學期

課程名稱 學分 小時 課程名稱 學分 小時

半導體製程與設備 3 3 實務專題(一) 2 4
單晶片實驗 2 3 單晶片實驗(二) 2 3

VLSI電路設計
實習(一)

3 3
VLSI電路設計
實習(二)

3 3

半導體量測實驗 2 3
感測元件應用

電路實習
2 3

光電元件量測

暨封裝實務
2 3

半導體製程與設備

(二)-設備實務培訓
3 3

射頻電路設計與實習

(二)
3 3

半導體製程與設備
(二)-製程實務培訓

3 3

四年級第一學期

課程名稱 學分 小時

實務專題(二) 2 4

課程特色---半導體產業界接軌
為半導體業界培育即戰力之生力軍



半導體元件製程組-重大設備

所有者：
張順雄老師

金屬蒸鍍機 所有者：張順雄老師
6吋快速熱退火系統



微電子系統設計組-重大設備



廠商捐贈設備清單
本系辦學績效卓著，研究及教學方面表現良好，獲得產業界的認同，於近年來
獲得產業界捐贈上億元儀器設備協助教學及研究。

 99 年盛群半導體股份有限公司
HOLTEK 微控制器實驗室新型e-ICE 開發系統設備

101 年財團法人新世紀教育基金會
雕刻機設備

104 年友晶創新股份有限公司
約1 億5 千萬之Altera 軟硬體並成立Altera 實驗室

104 年盛群半導體股份有限公司
新型 HT66F70A 開發系統設備

107 年盛群半導體股份有限公司
HOLTEK 微控制器實驗室設備

 107 年致茂電子股份有限公司
約1 千3 百萬之光電半導體元件量測設備(含自動/手動點測
機 4台，晶片表面狀態自動檢測機1台) 

 112年聯華電子(聯電)捐贈
12吋垂直式晶圓傳送機( Load port)
教學型乾式真空幫浦 10個晶圓擴張卡夾



虛擬圖控儀表實務-人機程式控制儀器
光電元件量測暨封裝實務-產業實際操作

https://www.youtube.com/watch?v=Dct5D2Mc25U



半導體製程特色課程
半導體製程、設備實務培訓－選修

半導體製程基礎理論與實務操作結合的訓練

硬體：無塵室、潔淨室、半導體製程、量測實作設備

實務師資：
 半導體設備原廠專家
 IC製程商(聯電、晶元光電、宏捷等)
 台灣真空學會－真空技術士證照-半導體設備皆具備真空系統
 本系具半導體製程實務老師

親自完成半導體元件製程、親自量測元件特性：
 針對真空系統、黃光製程、蝕刻、蒸鍍、量測設備之動作原理、

操作技巧於機台旁手把手、做中學

由系上/原廠頒佈相關設備操作與製程認證書

以利學生謀職時之能力證明



半導體製程特色課程
半導體製程、設備實務培訓－無塵室與設備



無塵室更換無塵服

管道間：
氣體管路、高低壓表、空壓機

半導體製程、設備實務培訓
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蒸鍍機教學

半導體製程、設備實務培訓
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快速熱退火系統教學

半導體製程、設備實務培訓
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快晶片清洗、光阻塗
佈、擴散源塗佈教學

半導體製程、設備實務培訓
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曝光機操作教學
顯微鏡確認圖騰

半導體製程、設備實務培訓
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薄膜特性－霍爾量測
晶片表面輪廓－步階掃描儀
LED自動化量測設備

半導體製程、設備實務培訓
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LED、感測器、太陽能電池量測
多變量光電元件量測平台
LED裸晶量測
探針量測平台

半導體製程、設備實務培訓
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太陽能電池元件製程後量測-太陽光源模擬設備

半導體製程、設備實務培訓
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本系培育半導體製程設備人才2年績效
項次 委託單位 計畫名稱 計畫起訖日期 學員人數／來源 金額 就業率(%)

1 工研院 半導體製程實務技能培訓班 2022/06/01~
2022/11/30

31 (2自費)/
理工畢業生 1,257,525 95.24

2
經濟部工業局
智慧電子學院 半導體製程人才實務技能養成班 2022/06/29~

2022/12/28
21 (3自費)/
理工畢業生 2,284,361 92.86 

3 勞動部 產業新尖兵試辦計畫-
半導體製程人才培訓班第㇐梯次

2022/12/01~
2023/05/31

22/
理工畢業生 1,870,000 87.5

4 勞動部 產業新尖兵試辦計畫-
半導體製程人才培訓班

2023/05/27~
2023/12/31

32 (2自費)/
理工畢業生 2,677,500

5
經濟部
工業局

半導體設備工程師實務技能培訓班
-聯電班

2023/06/13~
2023/09/30

74/大三大四
理工生/畢業生 2,646,000 

6 教育部
教育部補助大專校院STEM領域及女
性研發人才培育計畫--半導體產業各
領域人才需求培育計畫

2022/8/1 ~ 
2023/7/31

半導體系/機電系
/企管系

大三以上學生
2,750,000

7 教育部
教育部補助大專校院STEM領域及女
性研發人才培育計畫--半導體產業各
領域人才需求培育計畫-第二年

2023/8/1 ~ 
2024/7/31

半導體系/機電系
/企管系

大三以上學生
3,000,000

8 勞動部 產業新尖兵試辦計畫-
半導體製程人才培訓班第㇐梯次

2024/06/01~
2024/11/30

預計30/
理工畢業生 2,700,000

9 勞動部 產業新尖兵試辦計畫-
半導體製程人才培訓班

2024/06/01~
2024/11/30

預計30/
理工畢業生 2,700,000

10
經濟部
工業局

半導體設備工程師實務技能培訓班
-聯電班

2024/06/01~
2024/12/30

預計40/大三
大四理工/畢業生 2,000,000

合 計 23,885,386

註：就業率：2023/9/13勞動部統計
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半導體製程技能與實務培訓
半導體製程人才實務技能培訓班

111年6/27-8/17辦理工研院委託辦理111年6/27-8/17經濟部工業局委託辦理
111/12/30-112/2/17 勞動部委託辦理、112/6/26-112/8/22 勞動部委託辦理

3班合計73位18-29歲畢業生、失業、待業、轉業者訓練後人才媒合
聯電、華邦、晶電、日月光、宏捷、光寶、華泰、國巨、強茂、科毅



半導體製程特色課程
半導體製程人才培訓課程現場培訓

快速退火設備

蒸鍍機

晶片清洗
+光阻旋轉徒步
+顯影+蝕刻

黃光微影製程
+曝光機



【2022 暑假辦理】 -
結合業師、無塵室等實作場域，落實學員實務技能訓練

製程設備人才培育實機操作



【2022 暑假辦理】 -工研院，結
合業師、無塵室等實作場域，落實學員實務技能訓練

製程設備量測人才培育實機操作



進修部學生參與培訓所做實作報告蒸鍍機為例
(已任職日月光)

本系培育半導體製程設備人才計畫
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進修部學生參與培訓所做實作報告曝光機為例
(已任職日月光)

本系培育半導體製程設備人才計畫
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本系培育半導體製程設備人才計畫

製程設備實務培訓後辦理企業人才媒合
部門主管重視學員實作報告
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半導體製程技能與實務培訓

https://reurl.cc/g2zzVR



台灣真空學會-真空術士學科證照
本系培育半導體製程設備人才計畫

 林郁洧(20年) : 真空度量、測漏與封合
→儀表、量測與校正、測漏與封合

 熊高鈺(37年) : 真空技術基礎與系統工程綜述
 薛心白(19年) : 材料與真空元件、真空幫浦
 配合廠商林豪傑(18年) : 提供真空系統組裝封合

→抽氣→測漏→補漏與拆解練習

年度 類別 參加人數 通過人數 通過率 

111.04.23 學生 40 35 88 

111.08.16 

製程班-工業局 21 19 90.47 

製程班-工研院 30 30 100 

學生 25 25 100 

112.02.06 製程班-勞動部 21 17 80.95 

112.07.21 
製程班-勞動部 30 29 96.66 

學生 16 14 87.5 

總計 183 169 92.35 
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半導體設備工程師實務技能培訓班

 2023/6/19 聯電捐贈捐贈半導體製程設備教學模組、

於本系開設「半導體設備工程師實務技能培訓班」

https://www.bnext.com.tw/article/75753/umc-talent-equipment
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漢鐘精機捐贈教學用半透明乾式幫浦
聯電捐贈教學用-LoadPort晶圓載具平台

設備規劃

天虹科技捐贈教學用化學過濾系統

聯電捐贈教學用- FOUP前開式吊
艙
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半導體設備工程師實務技能培訓班

聯電設備學院資深業師支援實務授課
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半導體設備工程師實務技能培訓班
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半導體設備工程師實務技能培訓班
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STEM計畫



STEM計畫

半導體產業問題導向學分學程-國巨班實況紀錄-111學年第1學期

半導體系、機電系學生合計29名，9位已獲國巨實習
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半導體產業技術問題與實習導向-實況紀錄-111學年第2學期

日月光-集團資訊整合處 林挺生處長聯電-半導體學院賴彥廷資深技術經理

STEM計畫



開課系所 演講人 職稱 服務單位 日期

半導體系 李思展 管理師 晶元光電 2023/03/03

半導體系 林挺生 處長 日月光 2023/3/10

半導體系 林挺生 處長 日月光 2023/03/17

半導體系 張耿睿 經理 華泰電子 2023/03/24

半導體系 張耿睿 經理 華泰電子 2023/03/31

半導體系 黃千芳 副理 聯華電子 2023/04/14

半導體系 賴彥廷 經理 聯華電子 2023/05/05

半導體系 賴彥廷 經理 聯華電子 2023/05/12

半導體系 賴彥廷 經理 聯華電子 2023/05/26

半導體系 何啟新 副理 晶元光電 2023/06/02

半導體系 何啟新 副理 晶元光電 2323/06/09

半導體產業技術問題與實習導向-實況紀錄-111學年第2學期

業界師資授課規劃

STEM計畫



課程特色---半導體產業界接軌
為半導體業界培育即戰力之生力軍

產業實習為選修─縮短職場適應期
大四無必修課程，本系安排/審查電子資通訊領域公司供學
生於產業實習

提早體驗職場生態，養成職場倫理及態度、習得實務經驗
2014年至今已經持續10年

實務專題─微電子專題實務(一)(二)為必修，以利求職/升學
111學年度畢業生專題共16組，利用課餘時間團體分組合作
畢業前須於全系師生前公開發表
集結成全系出版作品集「專題成果研討會」
進而參加全國競賽、國際發明展
 2006年至今已經持續18年



課程特色---半導體產業界接軌
為半導體業界培育即戰力之生力軍

公司名稱 性質

聯華電子、台積電 半導體晶圓與IC 產品製造商
頎邦科技股份有限公司 半導體覆晶封裝製造商

日月光半導體製造股份有限公司 半導體封裝與測試製造商

台灣恩智浦半導體股份有限公司 IC設計與製造垂直整合商

晶元光電股份有限公司 光電半導體元件製造與測試

泰沂科技股份有限公司 LED照明系統製造商

盈正豫順電子股份有限公司 綠能電力系統

微勁科技股份有限公司 半導體設備設計製造

世欣科技股份有限公司 半導體真空系統製造商

開星科技有限公司 生產製造LED相關產品

鼎元光電股份有限公司 光電半導體元件製造



課程特色---半導體產業界接軌
為半導體業界培育即戰力之生力軍

111學期實習-聯華電子



課程特色---半導體產業界接軌
為半導體業界培育即戰力之生力軍



2023/10/4日月光

2023/10/13聯電 2023/10/27力積電

2023/09/22晶元光電(富采集團)

課程特色---半導體產業界接軌
為半導體業界培育即戰力之生力軍



年度 主題 執行成效

103

參賽作品《定置網漁業可攜式即時環境監測系統》
榮獲2014 全國技專校院學生實務專題製作競賽暨
成果展 生技醫農類群—第一名

參賽作品《煮婦好幫手》
榮獲2014第九屆盛群盃 HOLTEK MCU創意大賽
節能/家電控制組—銀牌

參展作品《多變量光電元件量測裝置》 2014年台北國際發明暨技術交易展—教育部館

104
參展作品《以光媒介之電子鎖具》 2015年台北國際發明暨技術交易展—教育部館
參賽作品《以光為媒介之電子鎖匙》 榮獲2015 韓國首爾國際發明展—發明大賞特首獎
參賽作品《腦波情緒改善系統》 榮獲2015生醫健康創業競賽—佳作

105 參賽作品《光觸發的鑰匙與鎖具》 榮獲2016 美國匹茲堡國際發明展—銀牌獎

106

參賽作品《自動化光電量測平台》 榮獲2017 台北國際發明展暨技術交易展—銀牌獎
參展作品《智慧辨識混光鎖具》 2017台北國際發明展—教育部館

參賽作品《機器人戰爭學院摸黑1號》
榮獲2017 全國自走車競速暨機器人創意大賽-自走
車拐彎抹角 大專社會組—佳作

參賽作品《災害衝鋒支援車》
榮獲第十二屆盛群盃HOTEK MCU創意大賽 安全/
防盜應用組傑出

107
參賽作品《智慧辨識混光鎖具》

2018全國技專校院學生實務專題製作競賽—電機
組競賽—第三名

參賽作品《智慧辨識混光鎖具》 榮獲2018 韓國首爾國際發明展—金牌獎

108
參展作品《自動化光電量測平台》 2019高雄自動化工業展
參展作品《具智慧辨識、高鑑別率與低耗電功能
之人機介面控制艦艇通訊燈號系統》

2019年台灣創新技術博覽會—科技部創新發明館

109

參賽作品《智慧辨識艦艇通訊燈號系統與傳送方
法》

2020年台灣創新技術博覽會—發明競賽區—銅牌

A Ship Communication Light System Under Human-
Machine Interface Control with the Capabilities of
Intelligent Identification, High Recognition Rate and
Low Power Consumption

2020年烏克蘭發明獎—金牌

Automatic Measuring Equipment with Multiple
Variables for Optoelectronic Devices

2020年第14屆波蘭發明獎—銀牌



專題/國內/國際競賽/參展成果

https://reurl.cc/ErpyO0



校外比賽

2014全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展
生技醫農類群－第一名

「定置網漁業可攜式即時監測系統」
學生林建誠、蔡青祐、許嗣皓



校外比賽「以光為媒介之電子鎖匙」學生林峰正同學等人

2015韓國首爾國際發明展發明大賞特首獎-自由時報頭版報導
2015台北國際發明暨技術交易展教育部推薦之重點展品



半導體工程系

校外比賽
2016美國匹茲堡國際發明展銀牌獎 /特別獎

「光觸發的鑰匙與鎖具」 學生謝昀劭等人



校外比賽
2018韓國首爾國際發明展-金牌獎
「智慧辨識混光鎖具」學生許哲源、王梓睿等人

2018全國技專校院學生實務專題製作競賽-第三名

展示影片



校外比賽
2017第十二屆盛群盃 HOLTEK MCU創意大賽

安全/防盜應用組 傑出

「災害衝鋒支援車」學生游善閔、陳功雨等



校外比賽 「自動化光電量測平台」學生王梓睿、劉佩穎等人

2017台北國際發明展暨技術交易展銀牌獎
2020第十四屆波蘭國際發明展銀牌獎。

展示影片



3km
展示影片

校外比賽 「智慧辨識艦艇通訊系統與傳送方式」
學生李廷逸、許哲源等人

2020第十六屆烏克蘭國際發明展金牌獎。
2020台灣創新技術博覽會 銅牌獎



課程特色---半導體產業界接軌
為半導體業界培育即戰力之生力軍

對應本系畢業生核心能力
具備解決整合問題的基礎理論
具備相關產業所需理論科學與實務技能
培育專業倫理與國際視野之人才
具備執行團隊合作與人際溝通之協調能力
具備蒐集與探索相關國際產業脈動之能力

於畢業前能具有半導體專業知識與實務操作能力，
務必使本系學生培養半導體專業知識與技能得以降

低學用落差



學術深耕--辦理國際/全國研討會
為半導體業界厚植學術/產業研究之交流

每年辦理「微電子技術發展與應用研討會」

自2003年至2022年共辨理20屆



學術深耕--辦理國際/全國研討會
為半導體業界厚植學術/產業研究之交流
每年由張順雄教授辦理Physics and Mechanics of New 

Materials and Their Applications (PHENMA)國際研討會

自2012年至2022年共辨理9屆



112學年度補助學生發表、競賽，獲獎獎勵成效
更新自評報告書

年度 執行成效

2023

研討會：PTSDG2023 (International Forum in Plasma and Thin Film Technologies for Sustainable Development 
Goals) (6/15-17新北明志科大)
論文名稱：Relationship between deposition conditions and physical properties of RF-sputtered
copper oxide films；出席發表大學生：夏峪珩、謝咏霖(獲海報競賽佳作)

2023
研討會：IEDMS 2023 (International Electron Devices and Materials Symposium) (10/19-20高雄中山大學)
論文名稱：ZnO thin films for optoelectronic device applications by RF sputtering technique
出席發表大學生：林琬淳、徐于捷、蘇冠霖、鄭仁偉

2023

研討會：IWDTF 2023 (2023 International Workshop on Dielectric Thin Films for Future Electron Devices: Science 
and Technology) (10/23-25日本石川)
論文名稱：RF Magnetron Sputtered CuO-Cu2O Complex Thin Films and Its Applications to
Resistive Random-Access Memory；出席發表大學生：夏峪珩、謝咏霖

2023

研討會：NAC 2023 (4th International Conference on Nanomaterials and Advanced Composites)  
(11/17-20南韓釜山)
論文名稱：Investigation of ZnO/ultrathin Al/ZnO multilayer transparent electrode using RF
magnetron sputtering；出席發表大學生：林琬淳、徐于捷

84



85



86



建置區域產業人才及技術培育基地計畫
半導體製程設備技術人才培育基地

主辦學校：國立高雄科技大學

計畫主持人：楊慶煜 校⾧

執行單位：電機與資訊學院





89

半導體製程設備技術人才培育基地

(TSMC’s FAB-22 (2 nm) at Kaohsiung)

(https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2022/05/02/2003777571)
(https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/pllsqr/tsmc_kaohsiung_7nm_fab_timeline/)

高科大楠梓校區高科大楠梓校區

路竹、橋頭科學園區 (only 5-15 km) 高科大半導體基地(楠梓校區) (only 500 m) 楠梓
產業園區

校區距離最近，高捷後勁站交通便捷，結業即就業!!
華邦電、穩懋、群創、友達等

高科大楠梓校區高科大楠梓校區

金屬工業中心金屬工業中心

金屬工業中心金屬工業中心

高捷
後勁站

楠梓科技產業園區楠梓科技產業園區

日月光、恩智浦、國巨、華泰等 實作場域建置

89
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大仁樓北
區3間

大仁樓南區
2.67間

大仁樓南區0.33間-
電氣室

大仁樓北區4.9坪-
儲藏室

半導體製程設備技術人才培育基地場域空間

94
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漢鐘精機捐贈教學用半透明乾式幫浦
聯電捐贈教學用-LoadPort晶圓
載具平台

設備規劃【技能培訓實驗室】-聯電設備學院業師支援1

天虹科技捐贈教學用化學過濾系統

聯電捐贈教學用- FOUP前開式吊
艙

97



設備規劃【技能培訓實驗室】-聯電設備學院業師支援1

常用儀錶

基礎管
路

伺服馬達、步進馬達操控

基礎工具使用介紹

攻牙

高阻計微阻計數位萬用錶

衰
減
棒

電源檢測筆

交直流數位鉤表 掌上型LCR電錶電相位檢知器
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真空、幫浦、流量計、氣動閥儀控實作模組示意

透過PLC程式，輸出入不同的電壓訊號，
將有不同的流量流入腔體
可學習程式撰寫
可認識類比式氣體流量計設計構造
可學習不同流量進入真空環境的氣壓變化

流量計，可選擇不同氣體種類及數量
氣體閥門

Touch Panel 人機圖控

低真空計，不同流量進入的氣壓變化經
訊號回饋產生真空數值，於人機顯示

設備規劃【儀控培訓實驗室】2
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【真空培訓實驗室】

101

【真空系統培訓實驗室】

*善用WebCam於課堂教學無線投影至

3

製程設備真空系統與電漿實作模組

㇐、拆卸真空系統
1、查察真空系統設備手冊
2、真空各設備元件、操作指令、維修
工具之英文聽說讀寫
二、建構真空系統
1、查察真空系統設備手冊
2、組裝幫浦、真空計、流量計、管路

、氣動閥、破真空閥門、電漿電源
系統、PLC邏輯程式控制器等，建
構真空系統。

3、建構低真空到高真空的操作流程
三、檢測真空系統測漏實做
1、氦氣測漏儀確認真空系統組裝無誤
2、排除至少4道腔體滲漏機制



氣壓鋼式閥門 各式真空法蘭真空短Bellow

加熱型電容式真空計1/4inch氣動式閥門
與手動式閥門

廠商捐贈教學示範真空各式元件

設備規劃

真空波文管 Feedthrough

熱離子式真空計 真空計讀錶

真空計與真空計讀錶

【真空培訓實驗室】3
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本體數值顯示流量計

氣動式Gate valve油式幫浦 Huttinger RF Power 300W

高真空主閥 GATE

廠商捐贈教學示範真空各式元件

設備規劃

類比式氣體流量計

電子槍高壓電源

氣體流量控制器渦輪幫浦
(Turbo Pump)

ALD快速切換氣動閥

【真空培訓實驗室】3
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 高低真空幫浦(乾式+turbo)
 不同範圍真空計至少2支、
 不同氣體流量計至少2支、
 各式管路手動鎖、
 結合PLC儀控程式、
 防呆操作、
 誤動作警示、
 所有操作登錄者的 log list

真空/氣閥/管路/測漏模組設計

大氣感測計
低真空氣動式閥門

觸控螢
幕
機械幫浦 渦輪幫浦

氦氣鋼瓶

氦氣側漏
儀

PLC邏輯
程式控制器

2、至少4道腔體滲漏機制，以利學習氦氣測漏儀抓漏
1、具備可拆卸組裝建構基礎真空系統：

高真空氣動式閥門

破真空閥門

小真空腔體 全領域高真空計

設備規劃【真空培訓實驗室】3
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訓練用真空電漿腔體介紹

• 真空腔體
• 渦輪真空幫浦
• 擺閥
• 高真空計 – 全領域量錶
• 真空計- 熱阻式量錶
• 真空腔體破真空閥管
• 真空腔體前級管路 (幫浦管路)
• 真空腔體氣體流量計與相關管路 (VCR

型氣管線)
• 帶射頻功能的底座
• COMET射頻發生器/相位匹配盒系統
• 氣動電磁閥模塊
• 使用者介面-工業電腦模組
• 乾式幫浦

Convectron

Gauge 

Matching 

Box 

COMET RF 

Generator

Control box

MFC (Ar、

N2)

Turbo Pump

【真空培訓實驗室】3
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建構類似台積電新訓中心
DC/RF電漿真空教學模組



真空系統維護保養教學
工具清單

內六角板手
無塵布
酒精
手套

PM料件清單 物料號 數量
Clamp Ring Module

Ceramic Clamp ring (550000198-01)
Ceramic Clamp ring Finger (550000199-01)
極低頭螺絲M3-L6 (700000307-01)
M3彈簧華司 (700000018-01)

Pedestal Module
Ceramic Edge ring (550000200-01)
Ceramic edge ring bottom (550000155-01)
LIFT PIN (550000018-01)

天虹科技業師
支援

【真空培訓實驗室】3
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【製程設備培訓實驗室】

class 10K

4
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【檢測培訓實驗室】

拉曼(Raman)顯微光致發光收集分析系統
薄膜晶格及分子的特性

紫外光可見光吸收光譜儀(UV-VIS)
穿透比、吸收比

電容-電壓、電流-電壓量測系統

光橢圓儀
膜厚、折射率

探針座平台與黑箱

設備規劃5
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113學年度入學管道與員額--技優甄審專班
技優甄選專班 實務技能培訓 招生總額(名) 類別
技優甄審

微電子應用技優專班
半導體製程設備工程師

1 電子類
45 電子類



本系選才方向
半導體科技所需專長：物理、化學、電子、電路、邏輯等

基礎理論與實務並重的技專端選才方向

多元入學選才方向-為何而做?如何做?成功獲得?失敗學習?

 修課紀錄-除必修之專業及實習科目與一般科目外，審查
重點為數學領域、語文領域–英語文

 課程學習成果-專題實作/實習科目/作品成果

 多元表現-競賽表現、檢定證照、特殊優良表現證明

 學習歷程-方向探索、反思、就讀動機、學習與生涯規劃

高中申請入學的選才方向-如多元入學，增加

 採數學考科情形採計「數學A」版

 審查重點新增科技領域(高中)



進修部一班

本系鄰近楠梓加工區，自105學年度起辦理進修部招生，錄取學生可轉介學

生至楠梓加工區內半導體相關領域產業，諸如：日月光半導體、華泰電子、

光寶科技等等半導體廠媒合優質的工作機會，創造就學與就業雙贏目標。



簡報結束
敬 請 指 教


